Initiiert durch:
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Agenda_
DEUTSCHLAND

Landermanahmen

Bundesland MaRnahme/ Beschreibung Bezugzu Meilenstein/ FlagschiffmaRnahme Federfiihrung Kooperationspartner Link zum Projekt

BB AIS Edge Nodes Forschung starken IPMS BTU-CS
BB iCampuSpace Transfer IPMS IHP,BTU-CS
L — Innovationscampus Elektronik und Mikrosensorik (Campus) ____________...weeeeeeeerc KOOPETALION o eeeeeeeeeseeeeeeeeeceeceeeemmes s seeeceeeee b ML eereeeennesssseeesceeeeeeeceeeenee H o2 B 1ZM, BTU-CS, Thiem Research GbH __ https://icampus-cottbus.de/ ..o
BB Forschung starken IPMS IHP, FBH, BTU-CS https://oasys-cottbus.com/
BB Forschung starken IHP IPMS, BTU-CS
BE i
BE p!
BE Studie: Berliner Beitrag zur technologischen Souveranitdt in der Mikroelektronik Resilienz
BW Ansiedlung der imec Germany GmbH mit dem "Advanced Chip Design Accelearator"  Chipdesign imec Germany https://www.imec-int.com/en/connect-us/imec-
(ACDA) germany

* Etablierung Forschungszentrum mit Schwerpunkt Automotive Chiplet
* i.start.Deep-Tech Acceleratorprogramm

BW DLR-Institut fiir Quantentechnologien mit "MiniVeriQuant: Aufbau einer Forschung starken DLR https://efre-
Mikroproduktions- und Verifikationsinfrastruktur fur die Entwicklung kompakter bw.de/,Lde/Startseite/Projekte+erkunden/MiniVeri
Quantensysteme" (Gerateinvestition) Quant

BW Hahn Schickard mit "Packaging fiir den innovativen Mittelstand" (Geréteinvestition) ~ Forschung stirken Hahn Schickard https://www.hahn-

schickard.de /fertigungstechnologien/aufbau-und-
verbindungstechnik

BW IMS CHIPS mit "Reallabor fiir photonische KI" (Gerateinvestition) Forschung starken IMS CHIPS https://efre-
bw.de/,Lde/Startseite/Projekte+erkunden/Photon
+KI+IT

BW KIT Chipdesign House Chipdesign KIT https://www.kch.kit.edu,

* Biindelung Forschung
* Aufbau Master-Studiengang

BW Kofinanzierung von baden-wiirttembergischen Unternehmensvorhaben in der BMWE WM BW, https://www.vdivde-it.de /de/european-chips-act-
"FérdermaBnahme von innovativen Investitionsprojekten im Rahmen des Unternehmen mikroelektronik

wuerttemberg.de /de /forschung/forschungslandsch

aft/connaix
BW Mitwirkung in Netzwerken wie "European Semiconductor Regions Alliance ESRA" Kooperation WM BW Chip Connect BW https://www.esra-org.eu
und "Vier Motoren fiir Europa”
BWTT Verbundprojekt ‘Fraunhofer KI-Entwurf* (kurz Frauke) Chipdesign T FraunhoferTAF " IMS CHIPS, Uni Stuttgart, imec Germany, Chip | https://wwuw.af.fraunhofer.de/de/forscher/elektro
Connect BW, FMD, Hahn Schickard, KIT nische-schaltungen/ki-chip-design/frauke.html
BW Vernetzung: Chip Connect BW Kooperation microTEC Stdwest, WM BW Fraunhofer IAF, e-Mobil BW, BW_j, IPAI sowie KIT, https://www.microtec-suedwest.de/projekte /chip-
IMS CHIPS, Hahn Schickard, FZI, Universititen, connect-bw
Unternehmen
B ] Bayerisches Chip-Design-Zentom(BCDQ) Chipdesign
BY Bayern International GmbH (AuBenwirtschaftsférderung) Marktanteile und Souveranitit
BY Beteiligung an WBG-Pilotlinie durch Fraunhofer IISB in Erlangen Transfer Institute for Microelectronics and 15 RTOs aus 7 europdischen Lindern
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Fachkrafte-Qualifizierung

* Design Talents Saule des Bayerischen Chip Design Centers

* Arbeitsgruppe "Bild und in der Mikroelektronik" vom bay. Wirtschafts- und
Kulturministerium

* Tezba - Technik Zukunft in Bayern. MINT-Initiativen an Schulen

* Praxis-Workshops der Bavarian Chip Alliance

* Masterstudiengang "Microelectronics and Chip Design" (MSMCD)

Bezugzu Meilenstein/ FlagschiffmaRnahme

Fachkrafte

Federfiihrung Kooperationspartner

TU Miinchen (MSMCD)

Edu4Chip (MSMCD)

Agenda

Link zum Projekt

https://www.tum.de /en/studies/degree-

programs/detail/microelectronics-and-chip-design-
master-of-science-msc (MSMCD

BY Forderaufruf "Elektronische Systeme" im Rahmen des Bayerischen Transfer
Verbundforschungsprogramms BayVFP)
BY T Forschungs- und Entwicklungsinitiative "Trusted Electronics” Resilienz
BY . InvestinBavaria (Agentur zur Ansiedlungsunterstitzung MKl U e N oo
BY ] Lieferkettenanalyse | ..o e ROSIEIIZ et eese et e e R LR R ERREER£ERR R8RSR R R R R e e
BY Mitwirkung in Netzwerken wie European Semiconductor Regions Alliance, Silicon Resilienz
Europe
A S Munich Advanced-Technology Center for High-Tech AT Chips (MACHT-AI) ... FOrschung STATKEN e eeeeeemmeereemmm e cnmmreesenmeene e S MUIERCI e eeeeeeee e MG ettt hitps://macht-aide/ | ..ooieeoreeeeeseeeeens
BY Next Generation AI Computing (gAIn) (Forschungsprojekt) Forschung starken LMU Miinchen, TU Miinchen, TU Dresden https://www.futurecomputing.ai/
BY Partnerschaften Kooperation
HH Bildungszentrum Elektrotechnik Hamburg Fachkrafte BZE Bildungszentrum Elektrotechnik Hamburg -
BZE
HH Northern Chip Network (NCN) Kooperation BWAI und BWFG Northern Chip Network e.V.
MV Besetzung der Professur fir Integrierte System (2023) sowie laufende Ausschreibung Forschung starken Uni Rostock

der Professur ,,Emerging Computing Technologies and Architectures”
(voraussichtliche Besetzung zum Wintersemester 2026), beide am Institut fiir
Angewandte Mikroelektronik und Datentechnik

Griindung des ,,Rostock Centre for Interdisciplinary Implant Research - ROCINI“

W Uni Rostock Mitglied im cipdesign Germary __________________ Kkeopemton  _______________~—~——o—o—o— o o————e—o o —o—e—e—m—es—rm e o ——#2#07J76e e smsmmeo —//0/ /e — —/m m -
NI Aufbau zweier englischsprachiger Master-Tracks "Wissenschaftsraum Chipdesign Uni Hannover
Mikroelektronik - Heterogene Chiplet-basierte Systeme in Forschung und Lehre"
N Férderung "Nitride Technology Centers - Bringing Light to Microelectronics* (NTC  Forschung starken " 777""TUBraunschweig und Uni Hannover T
BRIGHT)
NW AIXTRON Innovationszentrum, Herzogenrath (100 Mio. EUR Eigenmittel): Eréffnet  Forschung stirken
Dez. 2024 GaN/SiC-Epitaxie-Technologie
NW AIXTRON, RWTH-Ac und weitere Partner, ,MaterialDigital goes Semiconductor”, Forschung starken
Strukturforderung Rheinisches Revier
W APECS-Pilotlinie, Fraunhofer IMS Duisburg (25,6 Mio. EUR fir IMS, gesamt 730 Mio. Transfer

EUR EU-weit): Als Teil der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD)

entwickelt das Fraunhofer IMS Advanced Packaging und heterogene Integration. Ein

zentraler Baustein des EU Chips Act fiir niederschwelligen Zugang zu
Spitzentechnologien fiir KMU und Start-ups.
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Black Semiconductor, Aachen (254 Mio. EUR IPCEI ME/CT): Graphen-basierte Marktanteile und Souveranitat
photonische Chip-Verbindungen; Pilotanlage im Aufbau in Aachen, Massenfertigung
ab 2031 geplant.

NW Digital Hardware Hub Aachen / AMO GmbH Forschung starken

NW Fertigung Marktanteile und Souveranitat

* AIXTRON SE Weltmarktfuhrer fiir GaN und SiC

Elmos Semiconductor SE (Dortmund) entwickelt Automotive ASICs
Dortmund-Semiconductor GmbH

Cologne Chip AG

ZEISS SMT (hat auch Sitz in Aachen)

W GreenEpitaxy Fraunhofer P R O et
NW InCirT, Aachen (4,8 Mio. EUR Seed-Runde, Mirz 2026) RWTH-Spinoff; neue
Datenkonverter-Chiparchitektur fir 6G, Satellit und Radar in europdischer 22-nm-
Fertigung
NW ] INCYTE:Forschungszentrum UniSIEBEN .o eeeemsseeeemseeeesseecesseceeeanns T S O e eeme e ems oo aese e oo e oL LS8 £ £ EE8 £ E8 £ E8 1 £EEE £ E 8 e8RS e e R £R R e e £ e e e
NW Netzwerke und Vereine Kooperation
* Chips.NRW
*IVAM

* NeuroSys-Netzwerk
* Landescluster NMWP.NRW

NW RECOSIC / ESK-SiC, Frechen (EU-EFRE + NRW-Férderung): Weltweit erste SiC- Marktanteile und Souveranitat
Recycling-Fabrik im Aufbau.

NW Sqale-Projekt bei Fraunhofer IMS Duisburg ] LS
................................................................................................................................ FOISCIUNE STATKEN | e AU O O LS T e eee oot oo e e e oo e e e e oo e oo e eeeeeee oot eae e eeeeeeeeaemeeeeeeeeeeeeaes e eeeeemeeeseeeeeeeeemseseeeeeremerae
Resilienz Staatskanzlei

Forschung starken Uni Kiel

SN Auf Mikroelektronik spezialisierte Forschungseinrichtungen: Transfer Fraunhofer IPMS unterhalt Kooperation zur Pilotlinie
- Barkhausen-Institut (Chipdesign) FAMES mit CEA-LETI
- NaMLab gGmbH (Material- und Prozesstechnologien)
- Leibniz-Gemeinschaft: IFW
- Helmholtz-Gemeinschaft: HZDR
- Fraunhofer-Gesellschaft: FMD, inkl. IZAM ASSID, CNT, ENAS, IPMS
Grundlagen- und angewandte Forschung/Ausbildung:

-TUD,TUC
SN Berufsschulzentrum Elektrotechnik Dresden (BSZ-ET) Fachkrifte Berufliches Schulzentrum fir Elektrotechnik
Dresden
SN boOst Startup Factory Marktanteile und Souveranitat boOst - Startup Factory Mitteldeutschland
SN European Semiconductor Regions Alliance Kooperation SMWA Europ. Regionen Home - European Semiconductor Regions Alliance
SN

Change Era — TU Dresden — TU Dresden
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FabMobil Fachkrifte Infineon, GlobalFoundries, X_FAB, BOSCH Home - Fabmobil
SN Next Generation AI Computing (gAIn) (Forschungsprojekt SN-BY) Forschung starken BY
SN ! Organic FLectronics SAXONY | ____.._.....ueeeeeeemmeeeeemmseeresesmeeesssmeees e eeseasseeeeanns KOOPEIBHON e eces e eemm e ems e ems e e e b e e £ £ £ £ £ £ et OFS - OrganicElectronics Saxonye.V. | .........
SN Projekte im Rahmen des EFRE/ITF Marktanteile und Souveranitat
SN Projekte im Rahmen des European Chips Act Marktanteile und Souveranitat
SN SEMECO: Zukunftscluster zur Entwicklung smarter mikroelektronischer Systeme fiir - Transfer SMWK Startseite - SEMECO
anwendungen
SN Smart Systems Hub Transfer Bund, Land Innovationszentrum fiir die Industrie 4.0 | Smart
Systems Hub
SN STIPT-Programmit TSMC T Fachkafee T ESMC,TUDresden 1 Bund,Land T Auslandsaufenthaltin Taiwan - Semiconductor
Talent Incubation Program (STIPT) — Studium —
TU Dresden
SN Vernetzung: Silicon Saxony Kooperation Startseite - Silicon Saxony
TH Forderung einer Elektronenstrahl-Lithographieanlage (ELIT) im Zusammenhang mit Forschung starken Fraunhofer IOF
Forschung fir die Halbleiterzuliefererindustrie
THOTTTTT Forschungsgruppe Institut fr Mikroelektronik- und Mechatronik-System gGmbH  Forschung starken " Instittfir Mikroelektronik-und
(IMMS) Mechatronik-System gGmbH (IMMS)
TH Forschungsgruppe neuartige Bildgebungsmethoden im kurzweiligen XUV- Forschung starken FSU Jena und Helmholtz-Institut Jena GSI - Detailseite

Spektralbereich im Zusammenhang mit Mikroelektronik /Photonik Ko-Design

TH Forschungsneubau Fraunhofer Institut fiir Optische Technologien und Feinmechanik = Forschung starken Fraunhofer IOF Einweihung Forschungsneubau - Fraunhofer IOF
(LOF) im Zusammenhang mit Forschung fiir die Halbleiterzuliefererindustrie

TH Projekte im Rahmen des Chips Joint Undertaking Fachkrafte

TH Projekte im Rahmen des European Chips Act Forschung starken

Seite 4 von 4



